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Abstract (en)
[origin: WO8503464A1] A method for densifying previously sintered parts constructed of powdered metals, ceramics or the like to nearly 100%
theoretical density. The method of the present invention comprises heating the parts above their liquid phase temperature and then applying a
pressure in the range of 50-2,000 psi to the parts for a predetermined period of time and simultaneously maintaining the parts at or above their
liquid phase temperature. The method of the present invention achieves complete closure of even large voids and the elimination of substantially all
porosity within the part.

Abstract (fr)
Procédé pour augmenter la densité de parties frittées auparavant et à base de métaux pulvérisés, de céramiques ou autre jusqu'à une densité
théorique de 100%. Le procédé décrit par la présente invention comporte la chauffe des parties à une température supérieure à leur température de
phase liquide, puis l'application d'une pression de l'ordre de 50-2000 psi auxdites parties pendant un laps de temps prédéterminé et simultanément
le maintien desdites parties à leur température de phase liquide ou à une température supérieure à celle-ci. Le présent procédé permet la fermeture
complète des cavités même larges, ainsi que l'élimination de pratiquement toute la porosité dans les parties.
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